
迄今 实用化的气敏元件多为烧结 种类型的元件互换性差 不利于集成 考

虑到未来社会对集成传感器的要求
,

薄膜型气敏元件更具生命力 和 薄膜气

敏元件的研究工作己有不少报道 一‘, ,

而有关 刃
,

薄膜气敏特性的研究国内外尚不多

见 最近徐甲强等人 报道了以金属有机物二茂铁和氧气为源物质
,

采用 方法制

备非掺杂
一

夕 的研究工作 本文以五拨基铁 仇 和氧气为源物质
,

采用等离

子增强化学气相淀积方法 制备出了
一

夕
、

薄膜
,

这种薄膜无需掺杂便对乙

醇呈现出较高的灵敏度和较低的检测下限 而对液化石油气
、

煤气和氢气不 太

敏感
,

具有优良的选择性

妻
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严北平 男 , 年生
,

讲师
,

现从事传感器
、

半导体异质结器件等方面的研究工作
彭 军 男 , ,柞 年生 , 副教授

,

现从事气敏传感器的研究
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图 气敏元件结构示意图

样品底下电炉的电压来调整
,

并用

热电偶来测量 样品电阻用
一

型高阻仪测量

元件的 响 应 恢 复 特 性 是 在

的乙醇气体中侧量的 样

品固定在一个带有小电炉的支架上
,

待样品温度达到并保持在一定数值时
,

将支架突然放

人装有 乙醇气体的容器中
,

电阻测量仍用
一

高阻仪
,

并用
一

记录仪

记录响应恢复曲浅
。
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图 元件灵敏度与工作温度的关系

一般用被检气体与干扰气体中气敏元件电流变化之比来代表元件的分离倍数
,

即
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性 元件的响应时间约为 恢复时间约 具有较好的响应和恢复特性

讨 论

法 薄膜的成膜机理

由于影响薄膜淀积的工艺因素较多
,

故合理地选择工艺条件 对 制 备 均 匀 致 密 的
, 薄膜是十分重要的 这就需要对淀积过程进行分析 刃

,

膜的淀积过程可 分 为

以下几步
, 和 在等离子体中被激活

、

分解
、

电离 产 生 自 由 基 反 应 气 体
,

和 在射频电场作用下产生了新的激发态分子
、

原子
、

离子和电子 统称为

活性粒子
,

从而形成等离子体 在全过程中
,

系统总压和射频功率必须保持在一定范围

内
,

以维持稳定的等离子体 在本实验条件下
,

系统总压和射频功率的典型 值 分 别 为

和



该薄膜对乙醇呈现较高的灵敏度和较低的检测下限 而对其它可燃性气体不太敏感 表现

出优良的选择性
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